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A nedvességre/ujradmlesztésre érzékeny fellletszerelt
alkatrészek kezelése, csomagolasa, szallitasa és hasznalata

1 EL6SZO

A feliiletszerelt alkatrészek (SMDs) megjelenését kovetden, az jradmlesztd forrasztasi folyamat soran keletkezd
karosodasok, mint repedés és delaminacid miatt ij minéségi és megbizhatosagi kovetelmények keriiltek bevezetésre. Ezen
szabvany leirja a nedvesség/ujradmlesztési folyamat érzékeny feliiletszerelt alkatrészek szabvanyositott felhasznalasi idejét,
tovabba ezen alkatrészek kezelésével, csomagolasaval, szallitasaval kapcsolatos eldirasokat, hogy elkeriilhetéek legyenek a
nedvességtartalom/(jradmlesztési folyamat miatt bekovetkezo hibak. Ezen szabvany kiegészité dokumentumai a J-STD-020
¢s J-STD-075 definialjak a besorolasi folyamatot, a JEP113 pedig a sziikséges jelolésekkel szembeni kovetelményeket.

A nedvesség a paraateresztd tokozo anyagokba - a levegd paratartalmanak koszonhetéen- diffuzio révén keriil be. A
forrasztasi folyamat soran a feliiletszerelt alkatrészekkel rendelkezd aramkéri szerelvényeken 1évo alkatrésztokozasok
200 °C feletti hdmérsekletnek is ki vannak téve. Az ujradmlesztési folyamat soran a nedvességnek kdszonhetd gyors
térfogat novekedés, nem megfeleld anyagparositas és a kiilonb6z6 anyagok érintkezé feliileteinek degradalodasa miatt
az alkatrészek kritikus érintkez6 feliileteinél repedés és/vagy delaminacio jelentkezhet.

A hagyomanyos ujradmlesztési folyamat soran az alkalmazott alkatrészek infra (IR), konvekcids ¢€s infra, tisztan konvekciods,
gbzfazisu forrasztasnak (VPR), meleg levegds forrasztd eszkozoknek és hullamforrasztasnak (akar teljesen forraszanyagba
meriilve) vannak kitéve.

A nem félvezetd alkatrészeknél tovabba felmeriilhetnek tovabbi folyamatérzékenységi kérdések, mint hdigénybevétellel,
folyasztoszerrel és tisztitasi folyamattal szembeni érzékenység.

1.1 Cél Ezen dokumentum célja az, hogy a gyartok és felhasznalok részére szabvanyositott modszereket biztositsanak azon
nedvesség/tjradmlesztési folyamat érzékeny eszkdzok kezelésére, csomagolasara, szallitdsara és felhasznalasara, melyeket

a J-STD-020 vagy J-STD-075 alapjan adott nedvességérzékenységi osztalyokba soroltak. Ezen moddszerek biztositjak, hogy
elkeriilhetdek legyenek a nedvesség felszivodas és az jradmlesztési folyamat miatt bekdvetkezo sértilések, melyek kihatassal
lehetnek a gyartasi mindségre €s a termék megbizhatésagara. A szabvanyban talalhaté eldirasokat betartva biztonsagos

és sériilésmentes tjradmlesztési folyamat biztosithato. Az itt definidlt nedvességmentes csomagolési eljaras legalabb a
csomagolasi dditumtdl szamitott 12 honapos raktarozhatdsagi idot biztosit.

1.2 Hataskoér Ezen szabvany alkalmazhaté minden olyan alkotéelemre, mely az aramkari szerelvény dsszeallitdsanal
ujradmlesztéses forrasztasnak van alavetve, beleértve a milanyag tokozast alkatrészeket, folyamat érzékeny és egyéb
nedvesség érzékeny alkotdelemeket, melyek olyan nedvességateresztd anyagot tartalmaznak (epoxik, szilikonok stb.)
amelyek a kornyezeti levegével kapcsolatba kertilhetnek.

1.3 Szerelési folyamatok

!/ 1.3.1 Ujradmlesztéses forrasztas Ezen szabvany a tdmeggyartidsban tjradmlesztéses forrasztdsnal alkalmazhato, ahol infra
. (IR), konvekciods/infra, konvekcios, és gozfazisu (VPR) forrasztast hasznalnak. Nem alkalmazando olyan tomeggyartasban

* alkalmazott forrasztasoknal, ahol az alkatrészek belemeriilnek a folyékony forraszanyagba (pl. hullimforrasztasnél a

- szerelvény also feliiletén talalhato alkatrészek). Azon folyamatoknal, melyek a legtobb feliiletszerelt alkatrésznél nem

~ engedélyezettek és nem szerepelnek az alkatrész osztalyozasi szabvanyokban, a szabvany csak alapinformacioként

~ hasznalando.

' 1.3.2 Lokalizalt fités Ezen szabvany alkalmazhato olyan esetekben, ahol a nedvesség/Gjradmlesztési folyamat érzékeny
feliiletszerelt alkatrészek helyi melegités révén keriilnek ki- vagy beforrasztasra, pl. meleg levegds kézi forrasztasi eljarasok.
(Lasd 6. paragrafus.)

1.3.3 Foglalatba iiltetett alkatrészek Ezen szabvany nem alkalmazand6 olyan feliiletszerelt alkatrésztokozasoknal, melyek
foglalatba keriilnek beszerelésre és nincsenek olyan Gjradmlesztési folyamattal egyenértékii hdmérsékletnek kitéve, mint
ujradmlesztés folyamat vagy a kdrnyezo alkatrészek kézi forrasztasa. Olyan esetekben sem alkalm ’tzandnmumm&s
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a szerelvények kezelésénél nem all fenn sériilés veszély és nem sziikségesek a nedvesség miatti elévigyazatossagi
intézkedések.

1.3.4 Pontrol pontra térténé forrasztas Ezen szabvany nem alkalmazand6 olyan feliiletszerelt alkatrésztokozasoknal
ahol csak az alkatrészlabak vannak melegitve forrasztaskor (pl. kézi forrasztas, bélyeges forrasztassal siralyszarny labak
forrasztasa, furatszerelt labak hullamforrasztasa). Ebben az esetben az alkatrésztokozas hdelvonasa révén jelentdsen
alacsonyabb hoéigénybevétel jon létre, mint feliiletszerelt alkatrészek ujradmlesztéses forrasztasakor vagy meleg levegds
kézi forrasztaskor. Ekkor a nedvesség miatti elovigydzatossagi intézkedésekre nincsen sziikség.

1.3.5 Vizes tisztitas A nem Ureges feliiletszerelt alkatrészek felhasznalhatosagi idejét, a tipikusan rovid idejli vizes tisztitasi
folyamat nem befolyasolja (belsé nedvesség tartalom). Egyedi szempontok felmeriilhetnek a nem hermetikusan zart tokozéasu
alkatrészeknél.

1.4 Megbizhatésag Ezen szabvanyban talalhato specifikaciok alapjan megvaldsitott modszerek biztositjak, a feliiletszerelt
alkatrész tokozasok az 0sszeszerelési folyamat alatti és utani megfelelé megbizhatésaganak elérését akkor, ha a feliiletszerelt
alkatrészek osztalyozasra és ellendrzésre keriiltek a J-STD-020, J-STD-075, és/vagy JESD22-A113 kornyezet allosagi
teszteken.

Megjegyzés: Ezen szabvanynak nem feladata, hogy az alkatrészrogzitésben résztvevo forraszkdtések megbizhatosagarol
szo6ljon vagy azt biztositsa.

1.5 Meghatarozasok és definiciok

1.5.1 Aktiv deszikkans Olyan deszikkans anyag, ami vadonatij vagy a gyartoi ajanlas szerint kiszaritassal az eredeti
specifikacio szintjének megfelelden fel lett jitva.

1.5.2 Jeldl6 cimke Olyan gyari cimke, amely olyan informacios kodokat tartalmaz melyek parhuzamos vonalakbol és
térk6zokbdl vagy 2D-s matrix kodokbol kertil kialakitasra.

Megjegyzés: A szabvany szemlélete szerint a jelol6 cimke (vonalkod) a legalacsonyabb szinten 1év6 szallitdé dobozon
legyen és a termékazonositasi informaciokat tartalmazza (pl. alkatrészszam, mennyiség, gyartasi azonositészam, beszallitd
azonositasi informacio és nedvességérzékenységi szint).

1.5.3 Tomeggyartasi ujrabmlesztéses forrasztas Egyszerre, tobb alkatrésznél torténd Gjradmlesztéses forrasztas infra (IR),
konvekcios/infra, konvekcids, vagy gézfazisa (VPR) folyamat révén.

1.5.4 Alkatrész hordozé Alkatrész szalag, talca, csé vagy egyéb mas alkatrész tarolasi mod, amiben az eszkozoket vagy
alkatrészeket taroljak, szallitjak.

1.5.5 Deszikkans Olyan abszorbeald anyag, melynek révén alacsony relativ nedvességtartalom biztosithato.

1.5.6 Felhasznalhat6sagi idé6 Az a megengedhet6 iddintervallum, ami eltelhet a nedvességérzékeny alkatrész parazard
tasakbol vald kicsomagolasa, szaritoszekrénybdl vagy kiszaritd kemencébdl valo kivétele és a forrasztasi folyamat kozott.

1.5.7 Paratartalom jelzékartya (HIC) Olyan jelz6 kartya, amelyre paratartalom érzékeny vegytilet van felhordva, mely
Iényegesen kiilonb6z6, konnyen azonosithatd szinvaltozast (szinarnyalat) mutat, jellemzden a kékbol (szaraz) roézsaszinre
(nedves) valtozik a jel6lés szine, amikor a relativ paratartalom novekszik.

Megjegyzés: A paratartalom jelzd a parazard csomagolason beliil a deszikkans anyaggal egyiitt talalhaté meg, azért hogy
meghatarozhato legyen a nedvességérzékeny elem csomagolasaban uralkodd nedvességtartalom.

15.8 Gyartéi tarolasi id6 (MET) Az a maximalis, kumulativ, kdrnyezeti feltételek melletti id6tartam, ami eltelhet a
kiszaritastol a végfelhasznalonak torténd kiszallitasig.

1.5.9 Parazaré tasak (MBB) Olyan nedvesség érzékeny eszkdzok csomagolasara hasznalt csomagolas, ami megakadalyozza
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